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Beschreibung 

(0001] Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, die einen 
integrierten Schaltkreis und ein Antennenelement zum 
beruhrungslosen Ubertragen von Daten aufweist sowie 
ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte. 
[0002] Ailgemein sind Chipkarten bekannt, bei denen 
Daten uber auf der Chipkarte vorgesehene Kontakte 
eingeschrieben und/oder ausgelesen werden konnen. 
Eine DatenCibertragung ist aber auch beriihrungslos 
uber ein in der Karte vorgesehenes induktives Anten- 
nenelement moglich. Da ruber hinaus sind Chipkarten 
bekannt die sowoht Kontaktstellen zur kontaktbehafte- 
ten Datenubertragung als auch ein Oder mehrere Anten- 
nenelemente zur kontaktfreien Datenubertragung auf- 
weisen. 

[0003] Bei der kontaktfreien Datenubertragung mit- 
tels eines induktiven Elements muli eine ausreichende 
magnetische Flulidichte im Antennenelement gewahr- 
leistet sein, damit ausreichend auflosbare Signale aus- 
gesandt, bzw. empfangen werden konnen. 
[0004] Die magnetische Flulidichte kann durch Erhd- 
hen des Erregerstroms Oder durch Erhohen der Win- 
dungszahl eines Antennenelements verstarkt werden. 
Beidem sind in der Praxis jedoch Grenzen gesetzt. 
[0005] _Aus der DE-195 13 607 A1 ist eine Chipkarte 
bekannt, die einen integrierten Schaltkreis und ein An- 
tennenelement zum beruhrungslosen Ubertragen von 
Daten aufweist. Die Antenne weist einen Magnetkern 
auf, der aus einem Band einer amorphen Legierung 
oder einer nanokristallinen Legierung besteht und damit 
eine induktionssteigernde Wirkung besitzt. Auch kann 
das dortige Antennenelement aus mehreren planparal- 
lelen Schichten aus gleichem oder unterschiedlichem 
Material als Mehrschichtfolie oder Mehrschichtkorper 
ausgebildet sein, wobei letzterer aus mehreren mitein- 
ander verbundenen amorphen Metallfolien besteht. 
[0006] Die europaische Patentanmeldung 0 554 581 
A1 zeigt ein Verfahren zur Herstellung eines flachen fle- 
xiblen Antennenkerns fur einen Transponderchip, wobei 
auch dort auf eine Schichtstruktur, die eine grolie rela- 
tive Permeabilitat aufweist, aufmerksam gemacht wird. 
[0007] Bei der Chipkarte nach DE 195 00 925 A1 ist 
zur kontaktlosen Datenubertragung ein separat in den 
Kartenkorper eingebautes Ubertragungsmodul vorhan- 
den. Dieses Modul weist eine Antenne in Form minde- 
stens einer Spule zur induktiven Daten- und Energie- 
ubertragung und/oder in Form elektrisch leitender 
Schichten zur kapazitiven Daten- und Energieubertra- 
gung auf. Zur elektrischen Ankopplung besitzt das 
Ubertragungsmodul Anschluliflachen, die der Verbin- 
dung mit einem separat gefertigten Chipmodul dienen. 
[0008] Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe 
der Erfindung, eine Chipkarte sowie ein Verfahren zum 
Herstellen einer Chipkarte anzugeben, welche bzw. 
welches die Funkttonsfahigkeit der Chipkarte fur die 
kontaktlose Datenubertragung verbessert, so daft gro- 
liere Abstande zwischen Chipkarte und Leseterminal 



realisierbar sind, wobei gleichzeitig eine einfache und 
kostengunstige Herstellung zu gewahrleisten ist. 
[0009] Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt 
mit einer Chipkarte gemaB den Merkmalen des Paten- 
5 tanspruchs 1 sowie einem Herstellungsverfahren ge- 
maB Patentanspruch 13. 

[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in Unteran- 
spruchen angegeben. 

[0011] Bei der Erfindung wird davon ausgegangen, 
10 ein an sich bekanntes induktionssteigerndes Element 
vorzusehen, dessen relative Permeabilitat u, r > 1 ist und 
das mit dem Antennenelement zusammenwirkt. 
[0012] Ailgemein gilt: 



wobei H die magnetische Feldstarke bezeichnet, u. r die 
relative Permeabilitat und B die magnetische Flulidichte 
20 ist. Im Fall einer Spule der Lange I mit n Windungen er- 
gibt sich 

B = Hr-Ho'leir'T < 1 > 

25 

- [0013] Nach dem Faraday Induktionsgesetz wird in 
einer Spule eine Spannung induziert, wenn sich der ma- 
gnetische FluR <j) = B ■ Ag, der die Spule mit n Windungen 
mit einer Querschnittsflache As durchsetzt, in einer Zeit- 
30 spanne At urn A<|> andert. Es gilt: 

Uind = n-<t> (2) 

35 

= n-(B-A s )- 
= n(BA s + B-A s ) 
40 = n ■ B ■ A s + n • B • A s (3) 

[0014] Die induzierte Gesamtspannung ist demnach 
die Summe der induzierten Spannungen, hervorgerufen 
durch die Anderung der durchsetzten Querschnittsfla- 
45 che Ag bei konstanter magnetischer Flulidichte und 
durch die Anderung der magnetischen Flulidichte B bei 
konstanter Querschnittsflache. Durch Einsetzen der 
Forme) (1) in Formel (3) ergibt sich 

50 

U ind = * ^0 ■ J ('err ' A s ' 'err * A S ) 

[0015] Zur Erzielung hoher induzierter Spannungen 
55 bei hohen Frequenzen eignen sich weichmagnetische 
Materialen besonders gut. Weichmagnetische Materia- 
len zeichnen sich durch eine hohe relative Permeabili- 
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tat, niedrige Koerzitivkraft und einfach Ummagnetisier- 
barkeit aus. Die eingeschlossene Flache in der Hyste- 
rese-Kurve dieser Materialen ist klein und damit auch 
die in Form von Warme auftretenden Energieverluste. 
[001 6] Bei hohen Frequenzen wird allerdings die ma- 
gnetische Permeabilitat durch induzierte Wirbelstrome 
reduziert. Der Durchtritt des Magnetfeldes durch das 
Material ist in diesem Fall behindert. Abhilfe kann hier 
durch Verringerung der Materia Id icke und Erhohung 
des elektrischen Widerstandes geschaffen werden. 
Technisch sind elektrisch voneinander isolierte Mehrla- 
genschichten aus Metallen und Legierungen mit Folien- 
starken von 1 mm bis 0,025 mm bereits herstellbar. Eine 
weitere Verbesserung kann durch Metall-/Metalloxid- 
pulver in einem Dielektrikum erreicht werden. Die Par- 
tikelgrolien liegen dabei im Bereich von 2 bis 1 0 |im. Als 
Metalle kommen insbesondere Fe, Cu, Mn, Zn und Ni 
in Betracht. Die Metalle werden auch als Oxide mit Ei- 
senoxid eingesetzt. Die generelle Formel dieser Ferrite 
lautet 

MO • Fe 2 0 3 , 

wobei M ein beliebiges Metal) aus der Gruppe Fe, Cu, 
Mn r Zn und Ni bezeichnet. Nachteilig ist die hone Bruch- 
empfindlichkeit dieser keramischen Materialien. 
[0017] Der Nachteil keramischer Materialien wird 
durch amorphes Metall (metallische Glaser) uberwun- 
den, ohne andere Einschrankungen hinnehmen zu 
mussen. 

[001 8] In einer Weiterbildung besteht das vorgeschla- 
gene induktive Element daher zumindest teilweise aus 
amorphem Metall (metallischem Glas). Amorphe Metal- 
le zeichnen sich dadurch aus, daft die Atome in einem 
weitgehend ungeordneten Zustand erstarrt sind. Wa hi- 
re nd normalerweise die Atome beim Abkuhlen aus einer 
Schmelze genugend Zeit haben, Kristallkeime auszubil- 
den und sich im Einklang mit diesen Kristallkeimen aus- 
zurichten, werden amorphe Metalle durch blitzartige Ab- 
kuhlung der Schmelze, beispielsweise mit einer Abkiih- 
lungsrate von einer Million Grad pro Sekunde, erhalten. 
[001 9] Amorphe Metalle zeichnen sich durch mehrere 
gunstige Eigenschaften aus. Sie sind hart, korrosions- 
bestandig, haben einen hohen elektrischen Widerstand 
und verhalten sich magnetisch weich, das heiftt, sie wet- 
sen - wie bereits oben erlautert - nur eine sehr kleine 
Hysterese auf. Dadurch sind die Verlustleistungen ge- 
ring. Es wird wenig Verlustwarme erzeugt und es treten 
praktisch keine Wirbelstrome auf. 
[0020] Durch diese kleine Hysterese und den hohen 
elektrischen Widerstand sind sie als induktionsverstar- 
kende Materialien auch bei hohen Frequenzen bestens 
geeignet. 

[0021] Die mechanischen Eigenschaften (Harte, Bru- 
chunempfindlichkeit) sind fur den Aufbau einer Chipkar- 
te sehr vorteilhaft. 

[0022] Insbesondere schnell erstarrte Cobalt-Legie- 



rungen weisen sehr gunstige magnetisch, elektrische 
und mechanische Eigenschaften auf und sind als Ban- 
der mit Breiten bis 20 mm bei einer Dicke von 50 um 
herstellbar. 

5 [0023] Den aufteren Abmessungen einer Chipkarte 
entsprechend und unter Berticksichtigung der metst 
sehr flachen, relativ ausgedehnten Antennenelemente 
ist es von Vorteil, das induktionssteigernde Element fo- 
lien- oder plattenformig auszubilden. 

10 [0024] Weiterhin kann es von Vorteil sein, das induk- 
tionssteigernde Element als Mehrschichtkdrper auszu- 
bilden. Der Mehrschichtkdrper ist dabei aus mehreren 
planparallelen Schichten aus gleichem oder unter- 
schiedlichem Material aufgebaut. Durch den schicht- 

15 weisen Aufbau lalit sich die Dicke des induktionsstei- 
gernden Elementes vergroftern. Auch lafit sich der elek- 
trische Widerstand senkrecht zu den Schichtebenen 
weiter erhdhen. 

[0025] Dariiber hinaus wird die mechanische Steifig- 

20 keit noch weiter verbessert. Durch die Variation unter- 
schiedlicher Materialien laRt sich das magnetische, 
elektrische und/oder mechanische Verhalten durch 
Auswahl der Materialien und Schichtdicken einstellen. 
[0026] In einer vorteilhaften Ausgestaltung bestehen 

25 die Schichten jeweils aus Folien aus amorphem Metall. 
[0027] Erfindungsgemaft weist die Chipkarte einen 
Modultrager auf, der zur unmittelbaren oder mittelbaren 
Befestigung des integrierten Schaltkreises und vor- 
zugsweise auch zur Befestigung des Antennenele- 

30 ments dient. Dieser Modultrager bildet praktisch den 
Kartentrager. Nach Befestigung der Komponenten (in- 
tegrierter Schaltkreis, etc..) auf dem Modultrager wer- 
den diese eingegossen, einlaminiert oder auf andere 
Weise unter Ausbildung einer Chipkarte eingekapselt. 

35 [0028] Bei einer Einbauposition des induktionsstei- 
gernden Elements ist der integrierte Schaltkreis auf ei- 
ner ersten Flachseite des Modultragers angeordnet, 
hingegen befindet sich das induktionssteigernde Ele- 
ment auf der gegenuberliegenden Flachseite des vor- 

40 zugsweise plattenformig en Modultragers. Das indukti- 
onssteigernde Element kann mit dem Modultrager bei- 
spielsweise verklebt sein. Die Plattenstarke des Modul- 
tragers kann reduziert werden, da das induktionsstei- 
gernde Element einen beachtlichen Beitrag zur mecha- 

45 nischen Steifigkeit der Gesamtanordnung liefert. 

[0029] Grundsatzlich kann das Antennenelement re- 
lativ zum induktionssteigernden Element und zur inte- 
grierten Schaltung nahezu beliebig angeordnet sein. 
Bevorzugt wird jedoch das Antennenelement, insbe- 

50 sondere eine geatzte Spule, im wesentlichen konzen- 
trisch um den integrierten Schaltkreis herum auf der 
dem integriertem Schaltkreis zugewandten Flachseite 
des Modultragers bzw. des induktionssteigernden Ele- 
mentes durch einen Atzvorgang ausgebildet. Alternativ 

55 dazu kann das Antennenelement, insbesondere Spule 
auch als diskrete Drahtspule oder als gestanzte oder 
gedruckte Spule ausgebildet sein. Bei einer gedruckten 
Spule sind Polymerspule und gedruckte galvanisierte 
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Spule zu unterscheiden. Eine Polymerspule la fit sich 
auch in Form einer "dispensed polymer coil" ausbilden. 
[0030] Zum Verbinden des integrierten Schaltkreises 
mit dem Antennenelement, insbesondere der Spule bie- 
ten sich eine Vielzahl von Verbindungstechniken an. Zu- 5 
nachst kann der integrierte Schaltkreis als Ploymer- 
Flip-Chip, als Lot-Flip-Chip, als Chip-On-Board (Wire 
Bond) Oder als Backbonded-Chip auf dem Modultrager 
bzw. dem induktionssteigernden Element angeordnet 
werden. 10 
[0031] Bei Vorliegen eines Polymer-Flip-Chips bietet 
sich grundsatzlich eine elektrisch leitfahige Klebever- 
bindung an. Gerade bei AnschtulJ an eine diskrete 
Drahtspule kann aber auch das direkte Heranfuhren 
und Kontaktieren mittels Thermocompression Bonding 15 
Oder Thermosonic Bonding sinnvoll sein. 
[0032] Liegt der integrierte Schaltkreis in Form eines 
Ldt-Flip-Chips vor, kann eine elektrisch leitfahige Ver- 
bindung durch Loten, zur Antenne Oder zu einem Zwi- 
schentrager, erreicht werden. Dabei sollte sowohl auf 20 
den Lot-Flip-Chip als auch auf das Antennenelement 
zuvor ein gewisses Lotdepot aufgebracht werden. Alter- 
nate dazu kann aber auch eine SchweiRverbindung 
ausgebildet werden. 

[0033] Bei der Chip-On-Board-Alternative kann eine 25 
elektrische Kontaktierung durch Draht, Bander, metalli- 
sierte Folie oder ein metallisiertes Stanzteil erfolger. 
[0034] Wird der integrierte Schaltkreis als Backbon- 
ded-Chip auf dem Modultrager bzw. dem induktionsstei- 
gernden Element angeordnet und weist er diskrete 30 
Drahtanschlusse auf, so konnen diese mit dem Anten- 
nenelement durch elektrisch isotropes oderanisotropes 
leitfahiges Kleben, durch elektrisch leitfahige Lotung 
oder durch Bonden verbunden werden. 
[0035] Aus dem oben genannten liegt der Kerngedan- 35 
ke des erfindungsgemafJen Verfahrens zur Herstellung 
einer Chipkarte darin, den Modultrager aus einem in- 
duktionssteigernden Element auszubilden oder den 
Modultrager zumindest durch ein induktionssteigerndes 
Element zu versteifen. 40 
[0036] Da durch I a fit sich die magnetische Fluftdichte 
erhohen und somit die Signalubertragung zwischen der 
Karte und einer externen Lese-/Schreibstation verbes- 
sern. Daruber hinaus kann der bislang notwendige Mo- 
dultrager dunner ausgebildet oder auf diesen ganz ver- 45 
zichtet werden. Das induktionssteigernde Element kann 
namlich gleichzeitig die mechanische Funktion des Mo- 
dultragers ganz oderteilweise ubernehmen. Als Modul- 
trager besonders geeignet erscheint auch hier amor- 
phes Metail. so 
[0037] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht- 
lich weiterer Merkmale und Vorteile anhand der Be- 
schreibung eines Ausfuhrungsbeispiels und unter Be- 
zugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen naher er- 
lautert. 55 
[0038] Hierzeigen: 



Fig. 1a 



schematisch eine Einbauposition fur 



ein induktionssteigerndes Element; 
und 

Fig. 1b und 1c unterschiedliche Verbindungstechni- 
ken fur ein nach Fig. 1 a positioniertes 
induktionssteigerndes Element. 

[0039] Bei der nachfolgenden Beschreibung werden 
fur gleiche und gleichwirkende Bauteile diesselben Be- 
zugsziffern verwendet. An dieser Stelle wird weiterhin 
darauf hingewiesen, dali die in den Zeichnungen dar- 
gestellten Grofienverhaltnisse nicht den tatsachlichen 
Gegebenheiten entsprechen, sondern die Zeichnungen 
als schematische Darstellungen anzusehen sind. 
[0040] • In Figur 1 a ist eine Einbauposition eines in- 
duktionssteigernden Elements 14 bei einer Chipkarte 
rein schematisch dargestellt. 

[0041] Der Modultrager 16 kann zusammen mit ei- 
nem integrierten Schaltkreis 12, einem Antennenele- 
ment 13 und dem induktionssteigernden Element 14 in 
eine vorzugsweise vorgefraste Ausnehmung eines 
nicht dargestellten Kartentragers eingesetzt werden. 
Die Erfindung la fit sich auch auf einen Kartentyp anwen- 
den, bei dem der Modultrager 16 sich im wesentlichen 
uber die Gesamtabmessung einer Chipkarte erstreckt. 
Der integrierte Schaltkreis 12 und gegebenenfails das 
Antennenelement 1 3 werden dann in an sich bekannter • f 
Weise eingekapselt. Es kann beispielsweise auf den 1 
sich im wesentlichen uber die gesamte Karte erstrek- 
kenden Modultrager 16 ein weiterer Kartentrager aufla- 
miniert werden, wobei der integrierte Schaltkreis 1 2 zwi- 
schen dem Modultrager 16 und dem weiterem Karten- 
trager eingebettet wird. 

[0042] In der gezeigten Einbauposition ist das induk- 
tionssteigernde Element 14 auf einer ersten Flachseite 
17 eines Modultragers 16 angeordnet. Der Modultrager 
1 6 kann dabei auf geeignete Weise mit dem induktions- 
steigernden Element verbunden, beispielsweise ver- 
klebt sein. 

[0043] Auf der dem induktionssteigernden Element 
14 abgewandten Flachseite 18 des Modultragers ist ein 
integrierter Schaltkreis 1 2 angeordnet. Auf dieser Flach- 
seite 18 ist weiterhin ein Antennenelement 13, insbe- 
sondere eine spiralformige Spule ausgebildet. 
[0044] Das Antennenelement 13, insbesondere die 
spiralformige Spule kann als gedruckte Spule, namlich 
als gedruckte Polymerspule oder als gedruckte und gal- 
vanisierte Spule, als diskrete Drahtspule, als geatzte 
Spule, als beschriebene Pasten-Spule oder als ge- 
stanzte Spule ("punched coil") ausgebildet sein. 
[0045] In Fig. 1 b ist eine Anschlulivariante des inte- 
grierten Schaltkreises 12 an das Antennenelement 13 
dargestellt. Der integrierte Schaltkreis 12 ist hier durch 
elektrisch leitfahige Klebeverbindungen 19 an das An- 
tennenelement 13 angeschlossen. Hierbei kann es sich 
um eine anisotrope, isotrope oder engspaltige elektrisch 
leitfahige Klebeverbindungen 19 handeln. Anstelle der 
Klebeverbindungen kann auch eine intermetallische 
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Lot- oder Schweiliverbindung in Betracht kommen. 
[0046] Die Klebe-, Lot- oder Schweifiverbindung, 
steilt in erster Linie eine elektrische Verbindung zum An- 
tennenelement 13 dar. Gleichzeitig wird aber auch eine 
mechanische Verbindung ausgebiidet. Da die spiralfor- 5 
mige Spule 13 in der Regel fest auf dem Modultrager 
16 angeordnet ist, wird durch diese Klebe-, Lot- und 
SchweiRverbindung gleichzeitig eine mechanische Ver- 
bindung zum Modultrager 16 geschaffen. Modultrager 
16, induktionssteigerndes Element 14, spiralformige 10 
Spule bzw. Antennenelement 1 3 und integrierter Schalt- 
kreis 12 stellen somit eine Einheit dar. Diese Eirheit 
kann je nach Kartentyp nun in eine Ausnehmung im Kar- 
tentrager eingesetzt werden oder bereits eine Flachsei- 
te der spateren Chipkarte bilden. Selbstverstandlich *5 
kann auf das folien- oder plattenformtg ausgebildete in- 
duktionssteigernde Element 14 noch eine nicht gezeigte 
Schutz- und/oder Lackschicht aufgebracht werden. 
[0047] In Fig. 1 c sind weitere alternative 
AnschlufJvarianten fur den integrierten Schaltkreis 12 20 
an das Antennenelement 13 schematisch dargestellt. 
Der integrierte Schaltkreis 12 kann hier, wie in Fig. 1 a 
dargestellt, auf dem Modultrager 16 angeordnet sein. 
Er kann aber auch in den Modultrager 1 6 integriert sein. 
[0048] Allgemein lassen sich Xhip-On-Board"-L6- 25 
sungen und Xhip-implanted-ln-Board"-L6sungen un- 
terscheiden. Der integrierte Schaltkreis 12 weist An- 
schlusse 24 auf, die mit dem Antennenelement bzw. der 
spiralformigen Spule 13 durch geeignete Leiter, insbe- 
sondere Bond-Verbindungen 20 elektrisch verbunden 30 
werden. Die Bondverbindungen kdnren in bekannter 
Weise durch Thermosonic-Bonding oder Thermocom- 
pression Bonding ausgebiidet werden. 
[0049] Zweckmaliigerweise wird der integrierte 
Schaltkreis 12 (vgl. Fig. 1c) so angeordnet, dafi sich die 35 
Anschlusse 24 auf seiner dem Modultrager 16 abge- 
wandten Seite befinden. In dieser Anordnung konnen 
die Bond-Verbindungen 20 auf einfache und kostengun- 
stige Weise hergestellt werden. 

[0050] Naturlich lassen sich der integrierte Schaft- *o 
kreis 12 und die spiralformige Spule 13 auch in anderer 
Weise durch Leiter verbinden, beispielsweise durch L6- 
ten oder Schweifcen. 

[0051] Das induktionssteigernde Element 14 ist vor- 
zugsweise aus amorphen Metall gebildet. Die amor- 45 
phen Metalle sind magnetisch weich und zeichnen sich 
durch eine sehr geringe Hysterese aus, was einen Ein- 
satz auch bei hohen Frequenzen ermoglicht. Daruber 
hinaus weisen sie einen sehr hohen spezifischen Wi- 
derstand auf, so dali sich keine nennenswerten Wirbel- 50 
strdme ausbilden konnen. Besonders bevorzugt wer- 
den amorphe Metalle auf der Basis von Co-Legierungen 
verwendet. Sie sind als Bander mit Breiten bis 20 mm 
bei einer Dicke von 15 urn ohne weiteres herstell- und 
in eine Chipkarte einsetzbar. Das induktionssteigernde 55 
Element 14 lalit sich in diesem Fall auch aus mehreren 
nebeneinander und ubereinander angeordneten Ban- 
dern herstellen. 



[0052] Wenn eine Chipkarte mit einem induktionsstei- 
gernden Element versehen wird, werden zur Signal- 
ubertragung weniger starke Erregerstrome benotigt. 
Durch die erhohte magnetische Flulidichte lassen sich 
die Signale in Sende- und Empfangsbetrieb der Chip- 
karte verstarken. 

[0053] Die zuvor beschriebenen Einbaumoglichkei- 
ten fur ein induktionssteigerndes Element, das insbe- 
sondere aus amorphem Metall gebildet ist, sind rein bei- 
spielhaft. Es lassen sich auch andere Einbaupositionen 
und Geometrien fur das induktionssteigernde Element 
ausbilden ohne den Rahmen der Erfindung zu verlas- 
sen. 

Bezugszeichenliste 
[0054] 

12 integrierter Schaltkreis 

13 Antennenelement, spiralformige Spule 

14 induktionssteigerndes Element 

1 5 Mehrschichtkorper 

16 Modultrager 

17 eine Flachseite (Modultrager) 

18 andere Flachseite (Modultrager) 

19 Klebeverbindung - 

20 Leiter, Bondverbindungen 
21,22 Schtchten 

23 Flachseite (induktionssteigerndes Element) 

24 Anschlusse 



Patentanspruche 

1. Chipkarte, die einen integrierten Schaltkreis (12) 
und ein Antennenelement (13) zum beruhrungslo- 
sen Ubertragen von Daten aufweist, wobei das An- 
tennenelement (13) mit einem induktionssteigern- 
den Element (14) mit einer relativen Permeabilitat 
H r > 1 zusammenwirkt 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die Chipkarte weiterhin einen Modultrager (16) 
aufweist, wobei der Modultrager (16) auf einer 
Flachseite (17) mit dem induktionssteigernden Ele- 
ment (14) versehen ist und auf der gegeniiberlie- 
genden Flachseite (18) des Modultragers (16) der 
integrierte Schaltkreis (12) angeordnet ist. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

daft das Antennenelement (13) zumindest teilweise 
aus amorphem Metall (metallischem Glas) besteht. 

3. Chipkarte nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das amorphe Metall Korngroften < 10 \im und 
einen hohen elektrischen Widerstand aufweist. 
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4. Chipkarte nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das amorphe Metall aus einer schnell erstarr- 
ten Coba It-Leg ierung gebildet ist. 

5 

5. Chipkarte nach einem der Anspruch e 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad das Antennenelement (1 3) platten- oder folien- 
formig ausgebildet ist. 

10 

6. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das Antennenelement (13) aus mehreren plan- 
parallelen Schichten (2 1 , 22) aus gleichem oder un- 
terschiedlichem Material als Mehrschichtfolie oder 15 
Mehrschichtkorper (15) ausgebildet ist. 

7. Chipkarte nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft der Mehrschichtkorper (15) aus mehreren mit- 20 
einander verbundenen, insbesondere verklebten 
amorphen Metallfotien besteht. 



daft das Antennenelement (13) durch direktes Her- 
anfuhren und Kontaktieren einer Mehrzahl von 
Drahten (20) in einem Bond-Verfahren, insbeson- 
dere einem Thermosonic-Bond-Verfahren mit An- 
schlussen (24) auf der dem Modultrager (16) bzw. 
den induktionssteigernden Element (14) abge- 
wandten Seite des integrierten Schaltkreises (12) 
mit dem integrierten Schaltkreis (12) verbunden ist. 

13. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte, wobei 
ein auf einem Modultrager (16) befindlicher elektri- 
scher Schaltkreis (12) in einer Ausnehmung eines 
Kartentragers (11) unter Erhalt einer elektrischen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird t 
oder sich der Modultrager im wesentlichen uberdie 
gesamte Chipkarte erstreckt und in diese einlami- 
niert wird, 

und der Modultrager (16) aus einem an sich be- 
kannten induktionssteigernden Element (14) gebil- 
det wird oder der Modultrager ( 1 6) zumindest durch 
ein solches bekanntes induktionssteigerndes Ele- 
ment (14) mechanisch versteift wird. 
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8. Chipkarte nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Folienstarke der Metalifolien im Bereich 
zwischen 1 mm und 0,025 mm liegt. 

9. Chipkarte nach einem der vorangegangenen An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daft das Antennenelement (13) auf der dem inte- 
grierten Schaltkreis (12) zugewandten Flachseite 
(18) des Modultragers (16), vorzugsweise im we- 
sentlichen konzentrisch urn den integrierten Schalt- 
kreis (12) herum angeordnet ist. 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das Antennenelement(13), insbesondere eine, 
Drahtspule, eine geatzte oder gedruckte Spule Oder 
eine dispersierte Polymerspule durch eine isotrope 
oder anisotrope, elektrisch leitfahige Klebe-, 
Schweift- oder Lotverbindung (19) mit dem inte- 
grierten Schaltkreis (12) verbunden ist (Polymer 
Flip-Chip, bzw. Lot-Flip-Chip). 

11. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das Antennenelement (13) und der integrierte 
Schaltkreis (12) durch direkte Kontaktierung, insbe- 
sondere durch entsprechende Drahte, Drahtban- 
der, metallisierte Folie, Oder metallisierte Stanzteile 
miteinander verbunden sind (Chip on Board; Wire 
Bond). 

12. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 



25 Claims 

1. A chip card which comprises an integrated circuit 
(12) and an antenna element (13) for the contact- 
free transmission of data, with the antenna element 
30 (13) cooperating with an induction increasing ele- 
ment (14) with a relative permeability \i r > 1 , 
characterised in that 

the chip card further comprises a module carrier 
(16), with the module carrier (16) being provided 
35 with the induction increasing element (14) on one 
flat side and the integrated circuit (12) is arranged 
on the opposite flat side (18) of the module carrier 
(16). 

40 2. The chip card according to Claim 1 , 
characterised in that 

the antenna element (13) consists at least partially 
of an amorphous metal (metallic glass). 

45 3. The chip card according to Claim 2, 
characterised in that 

the amorphous metal comprises grain sizes < 10 
u.m and a high electrical resistance. 

so 4. The chip card according to Claim 2 or 3, 
characterised in that 

the amorphous metal is formed from a rapidly so- 
lidifying cobalt alloy. 

55 5. The chip card according to one of Claims 1 to 4, 
characterised in that 

the antenna element (13) is formed plate- or foil- 
shaped. 
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6. The chip card according to one of Claims 1 to 5, 
characterised in that 

the antenna element (1 3) is formed from several co- 
planar layers (21, 22) of the same or different ma- 
terials as a multilayer foil or multilayer body (15). 5 

7. The chip card according to Claim 6, 
characterised in that 

the multilayer body (15) consists of several joined, 
in particular bonded, amorphous metal foils. 

8. The chip card according to Claim 7, 
characterised in that 

the foil thickness of the metal foils ranges between 
1 mm and 0.025 mm. 

9. The chip card according to one of the previous 
claims, 

characterised in that 

the antenna element (1 3) is arranged on the flat side 
(18) of the module carrier (16), which faces towards 
the integrated circuit (16), preferably essentially 
concentrically about the integrated circuit (12). 

10. The chip card according to one of Claims 1 to 9, 
characterised in that 

the antenna element (13), in particular a wire coil, 
an etched or printed coil, or a dispersed polymer 
coil is joined with the integrated circuit (12) by an 
isotropic or anisotropic electrically conductive ad- 
hesive, weld, or solder joint (19) (polymer flip chip 
or solder flip chip, respectively). 

11. The chip card according to one of Claims 1 to 9, 
characterised in that 

the antenna element (13) and the integrated circuit 
(12) are connected with each other by direct con- 
tacting, in particular by corresponding wires, wire 
bands, metallised foil, or metallised punched parts 
(chip on board; wire bond). 

12. The chip card according to one of Claims 1 to 9, 
characterised in that 

the antenna element (13) is connected with the in- 
tegrated circuit (12) by the direct routing and con- 
tacting of a plurality of wires (20) in a bond method, 
in particular in a thermosonic bond process, with 
connections (24) on the module carrier (16) or the 
side of the integrated circuit (12) facing away from 
the induction increasing element (14), respectively. 

13. A method for the manufacture of a chip card, where- 
in an electric circuit (12) being disposed on a mod- 
ule carrier (16) is inserted into a recess of a card 
carrier (11) under obtaining an electrical or mechan- 
ical connection, or the module carrier extends es- 
sentially over the entire chip card and is laminated 
into same, *" 



and the module carrier (16) is formed from an in- 
duction increasing element known as such, or the 
module carrier (16) is at least mechanically rein- 
forced by such a known induction increasing ele- 
ment (14). 



Revendications 



10 1. Carte a puce, qui comprend un circuit integre (12) 
et un element d'antenne (13) pour la transmission 
de donnees sans contact, dans laquelle Telement 
d'antenne (13) coopere avec un element (14) aug- 
mentant ('induction avec une permeabilite relative 
15 u r >l, 

caracterisee en ce que la carte a puce comprend 
en outre un porte-module (16), ledit porte-module 
(16) etant dote de I'element augmentant ('induction 
(14) sur un cote plat (17), et en ce que le circuit 
20 integre (12) est agence sur le cote plat oppose (18) 
du porte-module (16). 

2. Carte a puce selon la revendication 1 , caracterisee 
en ce que I'element d'antenne (13) est realise au 

25 moins partieilement en metal amorphe (verre me- 
tallique). .. . 

3. Carte a puce selon la revendication 2, caracterisee 
en ce que le metal amorphe presente des particu- 

30 les de taille < 10 microns et une resistance electri- 
que elevee. 

4. Carte a puce de selon I'une ou I'autre des revendi- 
cations 2 et 3, caracterisee en ce que le metal 

35 amorphe est forme par un alliage au cobalt rapide- 
ment solidifie. 

5. Carte a puce selon I'une des revendications 1 a 4, 
caracterisee en ce que I'element d'antenne (13) 

40 est realise sous forme de plaquette ou de feuille. 

6. Carte a puce selon I'une des revendications 1 a 5, 
caracterisee en ce que I'element d'antenne (13) 
est forme par plusieurs couches a plans paralleles 

45 (21, 22) du meme materiau ou de materiaux diffe- 
rents, sous forme d'une feuille ou d'un corps multi- 
couche (15). 

7. Carte a puce selon la revendication 6, caracterisee 
so en ce que le corps multicouche (15) est constitue 

de plusieurs feuilles metalliques amorphes reliees 
les unes aux autres et en particulier collees. 

8. Carte a puce selon la revendication 7, caracterisee 
55 en ce que I'epaisseur des feuilles metalliques est 

comprise dans la plage entre 1 mm et 0,025 mm. 

9. Carte a puce selon I'une des revendications prece- 
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dentes, caracterisee en ce que I'element d'anten- 
ne (13) est agence sur le cote plat (18) du porte- 
module (16) tourne vers le circuit integre (12), etde 
preference agence sensiblement concentrique- 
ment autour du circuit integre (12). 5 

10. Carte a puce selon Tune des revendications 1 a 9, 
caracterisee en ce que I'element d'antenne (13), 
en particulier une bobine en fil, une bobine realisee 
par attaque chimique ou par impression, ou une bo- 10 
bine en polymere disperse, est relie au circuit inte- 
gre (12) par une jonction collee, soudee ou brasee 
(19) isotrope ou anisotrope et capable de conduire 
1'electricite (puce du type "Flip-Chip" au polymere, 

ou a la brasure). 15 

11. Carte a puce selon Tune des revendications 1 a 12, 
caracterisee en ce que I'element d'antenne (1 3) et 
le circuit integre ( 1 2) sont relies Tun a I'autre par mi- 

se en contact direct, en particulier au moyen de fils, 20 
de rubans, de film metallise, ou de parties estam- 
pees metallisees correspondantes (puce sur carte ; 
jonction par fil). 

12. Carte a puce selon Tune des revendications 1 a 9, 25 
caracterisee en ce que I'element d'antenne (13) 

est relie au circuit integre (1 2)~par approche directe 
et mise en contact d'une pluralite de fils (20), dans 
un procede par adhesion, en particulier par un pro- 
cede par adhesion thermo-sonique avec des bor- 30 
nes (24) sur le cote du circuit integre (12) detourne 
du porte-module (16), respectivement de I'element 
augmentant I'induction (14). 

1 3. Procede pour realiser une carte a puce, dans lequel 35 
un circuit electrique (12) dispose sur porte-module 
(16) est mis en place dans un evidement d'un porte- 
carte (11) en etablissant une liaison electrique et 
mecanique, ou en ce que le porte-module s'etend 
sensiblement sur la totalite de la carte a puce et in- -*o 
tegre dans celle-ci par laminage, 

et le porte-module (16) est realise par un element 
(14) connu en lui-meme et augmentant I'induction, 
ou en ce que le porte-module (16) est au moins ri- 
gidifie sur le plan mecanique par un tel element con- 45 
nu (14) augmentant I'induction. 
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